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Be sclir e Ibung 

OPTISCHBS MODUL MIT DISTANZELEMENT ZWISCHEN DEM GEHAUSE EINES HALBLEITERELE- 
MENTS UND EINER LXNSENEINHEIT 

5 Die Erfindung betrifft ein optisclies Modul mlt einem Schal- 
tungstragerr einem auf dem Schaltungstrager angeordnet.en ge- 
hM.usten Halbleiterelement und einer Linseneinheit zum Proji- 
zieren von elektromagnetisclier Strahlung entlang einer opti- 
schen Achse auf das Halbleiterelement , wobei das gebauste 
10 Halbleiterelement und die Linseneinheit zweistiickig ausgebil- 
det sind. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein optisches System mit ei- 
nem derartig ausgebildeten optischen Modul • 

15 

Gattungsgemaiie optische Module und Systeme kommen insbesonde- 
re in der Kraf tf abrzeugtectinik zum Einsatz. 

Dabei kann mit elektromagnetischer Strahlung aus verschiede- 
20 nen Freguenzbereichen gearbeitet werden, wobei kumulativ zum 
sichtbaren Licht, mit welchem typischerweise Anwendungen dim 
AuBenraum eines Kraftfatirzeuges wie Lane Departure Warning 
(IiDW) ^ Blind Spot Detection (BSD) oder Rear View Ccimeras ar- 
beiten, insbesondere die fur Menschen unsichtbare Infrarot- 
25 strahlung bei Anwendungen im Innenraum eines Kraftfatirzeuges 
wie Out of Position Detection (OOP) oder bei zusatzlichen Au- 
Benbeleucbtungen eines Night Vision Systems bevorzugt wird. 

Bei Anwendungen im Innen- oder AuBenbereich eines Fahrzeugs 
30 bestehen hohe Anf orderungen auf gr und von aulieren Einf lias sen 
wie Temperatur, Feuchtigkeit,^ Verschmutzung und Vibration. 
Die typische Lebensdauer fiir Systeme im Fahrzeug liegt bei 10 
bis 15 OTahren, wobei nur extrem geringe Ausfallraten tole- 
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riert warden, so dass auch die Komponenten eines optischen ' 
Systems der eingangs genannten Art eine nur sehr langsame Al- 
terung zelgen diirfen. 

5 Da in vielen Fclllen der Einbauraxam von optischen Modulen bzw. 
optischen Systemen sehr begrenzt ist, existieren zusMtzliche 
Schwierigkeiten bei der Realisierung der optischen Systeme. 
Mit herkoimnlichen Mitteln ist es daher extrem schwierig, eine 
hermetisch abgedichtete zuverlassige Einheit aus einem Kajtne- 
10 rachip (CCD- oder CMOS-Sensor) und einer Optik aufzubauen. 

Uiti fiir ein Kamerasystem, bestehend aus einem Bildsensor (der- 
zeit CCD Oder CMOS) und einem Iiinsensystem ausreichende Bild- 
scharfe zu erreichen, mussen die Komponenten Sensor und Optik 

15 geometrisch sehr genau aufeinander abgestimmt werden. Der To- 
leranzbereich fur den Abstand von Kamerachip zur Optik in z- 
Achse liegt ublicherweise im Bereich von wenigen hundertstel 
Millimetern, um fur einen bestimmten Tief enscharfebereich ein 
optimal scharfes Bild zu erreichen. Dies ist vor allem fiir so 

20 genannte Fixfokus systeme problematisch, da diese bei der Fer- 
tigung allenfalls gering Toleranz behaftet sein diirfen. Ein 
Versatz von Kamerachip zur Optik in x- bzw. y-Achse hat zu- 
satzlich zur Folge, dass das optische System unter Umstanden 
"^^schielt"/ d.h. an jeweils einer Kante (horizontal oder ver- 

25 tikal) das Bild abgeschnitten wird, da durch den Versatz hier 
keine Pixel mehr vorhanden sind und vorsorglich bereitge- 
stellt werden miissten. 

Ein weiteres Problem stellt der sog. ^^Tilt" dar, d.h. eine 
30 Verkippung des Kamerachips um die x- bzw. y-Achser was zu 

Folge hat, dass das Bild einen Unscharf egradienten in hori- 
zontaler bzw. vertikaler Richtung aufweist. Daneben kann es 



wo 2005/031422 



PCT/EP2004/052187 



3 

noch elne ^^Rotation" ergeben,^ d.h. elne Verdrehung um die z- 
Aclise von Kaxnerachlp zur Optik- 

NcLhezu alle blstier auf den Markt befindllchen Kamerasysteme , 
die mit einer festen Fokuseinstellung ausgeliefert warden, 
benStigen wahrend der Fertigiang einen zusatzlichen Abglei- 
diungsschrit-t, bei welchem der Abstsand von Kamerachip zur Op- 
tik entlang der z-Achse eingestellt und auf diesem Wert fi- 
xiert wird. Dies gescliieht beispielsweise durch ein Gewlnde 
und eine entsprechende Feststellscliraube oder eine Klebever- 
bindung. Auch fiir den . x-y-Versatz kann ein Abgleichsschritt 
notwenig sein oder, wenn dieser nicht erfolgt, ein entspre- 
ctiend gr5fierer Sensor vorgesehen werden, der die Toleranzen 
durch. ein Mehr an Pixel ausgleicht. Es ist auch bekannt, die 
^""Rotation" per Software herauszurechnen bzw. zu kalibrieren. 
Da ansonsten scharfe Bildinf ormation vorliegen, mlissen die 
Pixel nur in einer Art ^^Eichvorgang'' neu zugewiesen werden. 
Allerdings konnen an den Randern bzw. Ecken gerade keine In- 
formationen mehr vorliegen, weil diese abgeschnitten sind. 
Eine rein mechanische Reduzierung schliefilich von ^^Tilt" und 
'"^Rotation" zwischen Chip und Optik lasst sich bei ublichen 
Systemen in der Regel nur durch hochprazise Fertigung und 
Montage bzw. durch einen Abgleich der Komponenten erreichen. 

25 Karaeras fiir spezifische Low Cost Anwendungen wie z.B, Automo- 
tive, Industrie, Digitalkamera, Handy, Spielzeug etc- , sollen 
jedoch aus Kosten- und Aspekten der Qualitatssicherung m6g- 
lichst ohne Justagevorgange zwischen Optik und Ksunerachip 
herstellbar sein, also ohne Einstellungen des Focus auf die 

30 optische Flache des CMOS- Oder CCD-Sensors. Dies steht den 
genannten Anf orderungen grundsatzlich entgegen. 



10 



15 
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Eine Moglichkeit ein fokusfreies System zu entwickeln ist die 
Summen der maglichen Toleranzen und Eleiciente zu verkleinern, 
so dass das Modul bzw. System designbedingt ohne Justage zu- 
mindest in einem bestimmten Entfernungs- und Temperaturbe- 
5 reich f unktioniert . Bei Verwendung der Erfindung beispiels- 
weise im Rahmen eines Insassenschutzsystems eines Kraftfahr- 
zeuges, auf welches die vorliegende Erfindung jedoch nichit 
besclirSnkt ist, sollten scharfe Bilder bei Entfernungen von 
z.B, 15 cm bis 130 cm sowie bei Temperaturen von z.B. - 4 0**C 

10 bis + 105 *C gewahrleistbar sein . Dies ist urn so eher reali- 
sierbar, je weniger Elemente in die Toleranzkette mit einge- 
hen. Einen groBen Anteil in der Toleranzkette besitzt der 
Schaltungstrager fur den Kameracliip (derzeit z,B. CCD oder 
CMOS) • Bei gehausten Halbleiterelementen besitzen insb» die 

15 notwendigen Ii5t- und ggf . Klebeverbindungen oder dergleichen 
zwischen Chip und Schaltungstrager einen grofien Anteil in der 
Toleranzkette , 

Bei Verwendung von nur einer Linse wird vermieden^ dass zu— 
20 satzliche optische Toleranzen durch einen komplizierten Lin- 
senaufbau bewirkt werden, Der, vorzugsweise aus Kunststoff 
tjestehende, Linsenhalter selbst kann in verschiedener Weise 
mit der Linsenanordnung verbunden werden, so dass stets eine 
exakte optische Ausrichtung der Linsenanordnung und des Halb- 
25 leiterelementes in Bezug auf den Linsenhalter beziehungsweise 
die Linsenanordnung sichergestellt werden kann. 

Dennoch ist bei Systemen^ die weitgehend einen klassischen 
Aufbau aus Objektiv und Kamerachip aufweisen, wobei der Kame- 
30 rachip bzw. das Halbleiterelement in einem Gehause auf einem 
geeigneten Schaltungstrager aufgebracht ist, es schwierig,. 
dL±o genannten Probleme in ihrer Gesamtschau zu umgehen und 
gleichzeitig die genannten Qualitatsanf orderungen zu erfiil- 
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len. Zwar sind bei gehausten Halbleiterchips nur besondere 
Ma^nahmen gegen Fremdlichtstrahlung oder anderer Umweltein- 
flusse von vorne zu ergreiferi/ da das Chipgehause einen aus- 
reictxenden Schutz von hinten z.B. fiir das fiir IR-Strahlung 
5 durchlassige Silizium bietet. Das Objektiv selbst muss jedoch 
zum Kamerachxp justiert se±n und eine definierte Fokusslerung 
aufwelsen. Dies erfolgt gegenwartig durch toleranzbehaf iie-be 
Feststellm5gl±ch.keiten, belsplelsweise durch eliie Verschrau- 
bung, Verklebung Oder dergleiclien, mittels welcher das Objek- 
10 tiv relativ zum Kameractiip am Schaltungstrager fixlert wird. 

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde,. ein optisches Modul 
und ein optisches System mit einem auf einen Schaltungstrager 
angeordneten gehM.usten Halbleiterelement zur Verfugung zu 

15 stellen, bei dem moglicherweise verbleibende Toleranzen der- 
art ausgleichbar sind, dass bei einfacher und kostengiins tiger 
Montage eine zuverlassige optische Qualitat ohne Justier- und 
insbesondere Fokussieraufwand zur Verfugung gestellt werden 
kann und liber die Lebensdauer des Moduls bzw. Systems gehal- 

20 ten wird. 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der unabhangigen Patent— 
anspriiche gelost. Vorteilhafte Ausf iihrungsf ormen der Erfln- 
dung, welche einzeln oder in Kombination miteinander einsetz- 
25 bar sind, sind in den abhangigen Anspriichen angegeben. 

Die Erf indung baut auf dem gattungsgema^en optischen Modul 
dadurch auf, dass aufierhalb der optischen Achse zwischen dem 
Gehause des Halbleiterelements und der Linseneinheit wenigs- 
30 tens ein, Distanzelement angeordnet ist, welches auch als 
Spacer bezeichnet wird. Auf diese Weise konnen etwaig 
verbleibende Fertigungstoleranzen zwischen Halbleitergehause 
und Linseneinheit, beispielsweise aufgrund werkzeugbedingter 
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Abnutzungen^ oder sonstiger Unterschiede innerhalb eines Oder 
zwischen verschledener Fertigungslosen oder herstellerspezi- 
flsclxen Bautypen oder dergleichen vorteilhaf t ausgeglichen 
werden . 

5 

Vorzugswelse ±st das Dlstanzelement als Folie oder Scheibe, 
belsplelsweise gleich einer Unterlegscheibe in Gestalt einer 
Ringscheibe ausgebildet. Ringscheiben erlaviben geineinhin die 
Ausbildung definierter, z.B. planer, Flachen, woitiit eine 
3-0 gleichmafiige Auflage realisierbar ist, welche ein Verkippen 
der Komponenten zueinander in vorteilhaf ter Weise weitgehend 
eliminiert . 

Zwecks Realisierung einer einfachen industriellen Fertigung 
3.5 ist das Distanzelement bevorzugt ein Stanzteil. Insbesondere 
bei Dxstanzelemente mit sehr geringer Dicke von einigen zehn- 
tel Oder hundertstel Millimetern lassen sich diese vorteil- 
haf t aus einer Folie stajazen. 

Zwecks erleichterter Fixierung der Distanzelemente an den be- 
nachbarten Bauteilen und/oder untereinander ist das Distanz- 
element wenigstens einseitig, vorzugsweise beidseitig, kle- 
bend ausgebildet. Derartige Distanzelemente konnen einfach 
beispielsweise aus einem einseitig oder beidseitig klebenden 
Klebeband oder einer Klebefolie gefertigt, vorzugsweise aus— 
gestanzt, werden. 

Erf indungsgemafi bevorzugt ist das Distanzelement Teil eines 
Elementesatzes, welcher vorzugsweise zwei oder mehr Distanz- 
30 elemente unterschiedlich vordef inierter DickenmaBe bzw, mit 
einem einheitlichen DickengrundmaB und dieses jeweils unter- 
schiedlich erweiterten bzw. verminderten Nennmaiien timfasst. 
Ein typischer Elementesatz wurde beispielsweise Distanzele- 



20 



25 
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mente mit Nennmafianderungen ab +/- 0,005 nim oder +/- 0,01 mm 
bis +/- 0,03 inm oder dergleiciien umfassen. Auf diese Weise 
konnen etwaig verbledLbende Toleranzspiele zwischen Halblei- 
tergehause und Linseneinheit prlnzipiell ohne grofien Justage- 
5 auf wand vorteilhaft ausgeglichen werden, 

Zur Verbesserung der optlsclien Elgenschaf-ben des Moduls xst. 
wenlgstens eln Dls-tanzelemenb erfxndungsgemali bevorzugt 
zugleich als Lochblende, Stireulxch-tblende oder dergleichen 
10 ausgebildet und kann so gesonderte Blenden etc- einsparen 
helf en. 

Geeigneter Weise ist das Distanzelement aus einem Kunststoff , 
beispielsweise aus einem Thermoplasten, gefertigt, 

15 

Die Erfindung besteht weiterhin in einem optischen System mit 
einem optischen Modul der vorstehend genannten Art, Auf diese 
Weise kommen die Vorteile des optischen Moduls auch im Rahmen 
eines Gesamtsystems zur Geltung. 

20 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass etwaig 
verbleibende Fertigungstoleranzen, insbesondere zwischen ge- 
hausten Halbleiterchips und Linseneinheiten verschiedener 
Baureihen, einfach und preiswert mittels wenigstens einem 

25 speziell ausgebildeten Distanzelement ausgleichen lassen. Da- 
mit kann das optische Modul otme bewegte Teile wie Gewinde 
Oder Fixierschrauben entwickelt werden, was zu einer h5heren 
ZuverlSssigkeit fiihrt. Durch die geringen Toleranzen des Auf- 
baus auch in x- und y-Achse muss die Chipoberf lache nicht un- 

30 n5tig grofi sein, was den Kamerachip billiger macht. Der Auf- 
bau eines solchen Moduls lasst sich sehr kompakt gestalten 
was den Vorteil hat, dass sich das Kameramodul auch in Anwen- 
dungen bei begrenzten Platzverhaltnissen einsetzen lasst. 
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Die Erfindung IMsst sich besonders nutzlich bei der Realisie 
rung von Vldeosystemen, ggf • in Kombination mit Radarsyste- 
men, Ultraschallsystemen Oder dergleichen im Kraft faiirzeugbe 
5 reich verwenden. 

Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die begleitenden Zeich- 
nungen anhand bevorzugter Ausf lihrungsf ormen beispielhaft er- 
lautert . 



10 



Es zeigen schieniatisch : 



Fig. 1 



die Anordnung eines erf indungsgemalien Distanzele- 
ments in einer Schnittansicht eines erf indungsgema 
Ron optischen JModuls mit einem kundenspezif isch 
ausgebildeten gehSusten Halbleiterelement ; 



15 



Fig. 2 



einen vergroBerten Ausschnitt X des Moduls nach 
Fig . 1 ; 



20 



Fig. 3 



ein erf indungsgemaB verwendetes Distanzelement in 
Alleinstellung; und 



Fig. 4 



die Anordnung eines erf indungsgemalien Distanzele- 
ments in einer Schnittansicht eines erf in dungs gema 
Aen optischen Moduls mit einem standardgemaB ge- 



25 



h^usten Halbleiterelement. 



30 



Bei der nachf olgenden Beschreibung der bevorzugten Ausftih- 
rungsformen der vorliegenden Erfindung bezeichnen gleiche Be 
zugszeichen gleiche Oder vergleichbare Komponenten. 
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Figuren 1 bis 5 zeigen in iinterschiedlichen Aussclinitten und 
Perspektiven die Anordnimg eines erf indungsgemafien Distanz- 
elements 35 in einem optischen Modul mit einem SchaltungstrM.- 
5 ger 10; einem auf dem SchaltxingstrSger 10 angeordneten ge- 
h^usten Halbleiter element 12 und einer Linseneinheit: 14; 16, 
18 r 20; 21 2um Projizieren von elektromagnetischer Strahlung 
entlang einer optischen Achse 33 auf das Halbleiterelement 
12. Die zum gehausten Halbleiterelement 12 separat ausgebil- 
10 dete Linseneinheit 14; IS, 18, 20; 21 umfasst einen Linsen- 

halter 14 und eine Linsenanordnung 16^ 18, 20; 21 mit mindes- 
tens einer Linse 2 0 und ggf. einer Blende 21. 

Das Halbleiterelement 12 kann in einem Standardgehause (vgl . 
15 dazu unten Fig* 4) oder in einem kundenspezif isch angepassten 
SMD-Gehause (vgl. Fig. 1 und 2) angeordnet sein. 

Dem Ausfuhrungsbeispiel gemS-B Fig. 1 liegt ein kundenspezif i- 
sches SMD-Gehause 13 zugrunde. An diesem 13 ist beispielswei— 

20 se wenigstens abschnittsweise eine Abstiitzung 13a ausgebil- 
det, auf welcher die Linseneinheit 14; 16, 18, 20; 21 abge- 
stiitzt angeordnet ist. Die Abstiitzung der Linseneinheit 14; 
16, 18, 20; 21 erfolgt entweder uber die Linse 16, welche be- 
vorzugt in Art einer Stutzlinse 16 ausgebildet ist, Oder uber 

25 den Linsenhalter 14 (nicht dargestellt) . Stutzlinse 16 bzw. 

Linsenhalter weisen diesbeziiglich wenigstens c±)schnittsweise 
einen zur Abstutzung 13a korrespondierend ausgebildeten Fia- 
chensLbschnitt 16a auf, welcher beispielsweise plan ausgebil- 
det ist und auf der am GehSuse 13 des Halbleiterelements 12 

30 ausgebildeten Abstutzung 13a auf liegt. Zudem weist die Linse 
16 bzw. der Linsenhalter wenigstens abschnittsweise einen 
Kragen 16b auf, welcher zu einer an der Abstutzung 13a ausge- 
bildeten Anlagef lache 13b im Wesentlichen korrespondierend 
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gebildet ist. Die Absttitzung 13a ist daher vorzugsweise in 
Gestalt eines Ringkragens 13a ausgebildet. Die AnlageflSche 
13b des Ringkragens 13a ist in Richtung der optischen Achse 
33 des Moduls betrachtet bevorzugt konisch ausgebildet, so 
5 dass nicht nur far automatisierte Fertigungen vorteilhaft ei- 
ne Art Selbstzentrierung benachbarter Komponenten, vorliegend 
von Linse 16 \md Abstiitzung ISai, leichter ermSglicht ist. 

Vorzugsweise ist eine Linsenanordnung 14; 16, 18, 20; 21 mit 

10 mehreren Linsen 16, 18, 20 und ggf . wenigstens einer Blende 
21 in Form eines Pakets vorgesehen. Die optische Qualitat 
kajin durch. ein Objektiv mit melireren Linsen verbessert wer- 
den, was auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung mttglich 
ist, insbesondere da mit geringen Toleranzen gearbeitet wer- 

15 den kann. In diesem Zusammenhang ist es auch besonders vor- 
teilhaft, dass die Linsen 16, 18, 20 und ggf. die Blende 21 
in direktem Kontakt zueinander stehen. Hierdurch werden 
Schwankungen der Linsenanordnung 16, 18, 20; 21 in Z-Rich-. 
tung, das heifit in der Richtung, in der die Linsen aufeinan- 

20 der folgen, praktisch ausgeschlossen . Die Toleranzen sind nur 
noch von der Linsenanordnung 16, 18, 20; 21 selbst abhangig. 
Ebenso ist es besonders niitzlich, dass die relativen Positio- 
nen der Linsen zueinander durch die Geometrie der Linsen 16, 
18, 20 und ggf. Blenden 21 selbst bestimmt sind. Auch in XY- 

25 Richtung kann die Anordnung der Linsen durch die Linsen 

selbst bestimmt werden, indem namlich Anlagef lachen der Lin- 
sen bzw. Blenden entsprechend ausgestaltet sind. 

Die im Linsenhalter 14 gehalterten Linsen 16, 18, 20 bzw. 
30 Blenden 21 sind vorzugsweise also so geformt, dass sie rela- 
tiv zueinander eine definierte Lage innerhalb des Linsenhal- 
ters 14 annehmen. Weiterhin ist mindestens eine der Linsen 20 
so ausgestaltet, dass sie mit dem Linsenhalter 14 zusammen- 
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wirkt und so aucli eine definierte Lage bezuglich des Halblei- 
terelements 12 einnimmt. Auf diese Welse sind alle Linsen 16, 
18, 20 bezuglich. des Halbleiterelementes 12 justiert, 

5 Diese Justlerung wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, 
dass der Iiinsen]\alt:er 14 beispielsweise iiber eine Schraubver- 
bindung 23 mit dein Schaliiungstir^ger 10 verbunden isi:. Auf dem 
Schal-tungslirager 10 ist iiber Leadframes 30 das geliauste Halb- 
leiterelement 12 angeordnet, Zusatzlich konnen eine Klebever- 
10 bindung 22 oder andere bekannte Verbindungstechniken vorgese- 
hen sein - 

Besonders niitzlicli ist es, dass genau eine der Linsen bzw. 
Blenden mit dem Linsenhalter in direktem Kontakt steben 

15 (nicht dargestellt) . Da die Linsen untereinander ilire relati- 
ven Positionen festlegen, reicht es aus, genau eine Linse 
bzw. Blende mit dem Linsenhalter zu fixieren* Auf diese Weise 
wird die gesamte Linsenanordnung in Bezug auf das Halbleiter- 
element ausgerichtet, wodurch letztlich die vorteilhafte op- 

20 tische Qualitat sichergestellt werden kann. In diesem Zusam- 
menhang ist es besonders vorteilhaft, dass die genau eine 
Linse wasserdicht und staubdicht mit dem Linsenhalter verbun- 
den ist, Vorteilhaf terweise wird die vorderste Linse hierfur 
als diejenige Linse ausgewahlt, die mit dem Linsenhalter zur 

25 Abdichtung zusammenwirkt . Dies kann beispielsweise so erfol- 
gen^ dass die genau eine Linse durch Ultraschall-, Laser- 
schweia- und/oder Klebeverf ahren mit dem Linsenhalter verbun- 
den ist, ggf . alternativ oder kumulativ unter Verwendung von 
Schrauben und/oder Kitt, 

30 



Ebenso kann vorgesehen sein, dass die Linsenanordnung in den 
die Linsen halternden Bereich iiber Rastmittel 32 einge- 
schnappt ist (vgl. Fig* 4) • Auch hierdurch kann eine exakte 
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Positionierung sicliergestellt werden. Weiterhin ist. zu beto- 
nen^ dass auf diese Weise eine erleichterte Trennmoglichkeit 
zwischen den Linsen und den restlichen Bautellen, Insb. dem 
teuren Halbleiterelement, sichergestellt werden kann. Die ab- 
5 dichtende Wirkung wird insbesondere im Zusanimenhang mit einer 
Sclmappmontage in besonders vorteilhaf ter Weise dadurch be- 
reitgestellt, dass die Linsen eine harte und eine weiche Koiti- 
ponen'te aufweisen, wobei die weiclie Komponente zum jAbdicliten 
sm Umfang der Linsen angeordnet ist (nicht dargestellt) . Die 
10 Weich-komponente unterstiitzt auch die allgemeine Anforderung, 

dass beim Schnappen darauf zu achten ist^ keine Spannungen in 
die Linsen 16, 18, 20/ 21 einzubringen; Spannungen wurden 
stets eine negative Beeinf lussung der optischen Eigenschaf ten 
bewirken. 

15 

Vorzugsweise ist im Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 die Lin- 
senanordnung 16, 18, 20; 21 liber ein Halteelement 15 (moulded 
ring) im Linsenhalter 14 geh.altert- Das Halteelement 15 weist 
vorzugsweise eine liarte 15a und wenigstens abschnittsweise 

20 eine dauerelastische Komponente 15b auf. Eine vorzugsweise 
umlaufend ausgebildete dauerelastische Komponente 15b kann 
zugleich insb. zum Abdichten der Linsenanordnung 16, 18, 20; 
21 gegen Feuchtigkeit und Schmutz dienen - neben ihrer eige- 
nen Ausgleichf unktion etwaig auftretender mechanisch und/oder 

25 thermiscti bedingter Spannungen. Die dauerelastische Komponen- 
te 15b ist bevorzugt an dem der Linse 20 anliegenden Umfang 
ausgebildet. Im Bereich der hSrteren Komponente 15a wird das 
Halteelement 15 an dem die Linsen halternden Bereictx 14 ange- 
ordnet, beispielsweise ultraschall- bzw. laserverschweifit, 

30 geklebt, vernietet, angeformt oder mittels eines anderen Slhn- 
lich gut automatisierbaren Verbindungsverf ahren. Auch 
Schraub- und Schnappverbindungen sind denkbar . Vorzugsweise 
enthalt die harte Komponente 15a des Halterings 15 ein ther- 
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moplas-tlsches Material. Dement sprechend hat sich eine dauer- 
elastische Komponente 15b bew^hrt^ die vorzugsweise thermo- 
plastische Elastomere <TPE) oder Silikon oder dergleichen 
enthMlt. Zwecks Bereitstellung eines einheitlich und einfach 
5 handhabbaren Bauteils 15 ist bevorzugt die dauerelastische 
Komponente 15b z,B. nach einem Zweikomponenten- 
Spritzverf ahren an der harten Komponente 15a oder umgekehrt 
angef ormt . 

10 Es kann weiterhin besonders vorteilhaft sein, dass uner- 

wiinschte optische Effekte insbesondere aufgrund von seitli- 
ch.em Lichteinf all durch Schwarzung und/oder Mattierung oder 
unter Ausnutzung von Totalref lexion verhindert werden (nicht 
dargestellt) . Dabei handelt es sich um Beispiele geeigneter 

1 5 Mafinahmen • 

Niitzlicherweise schlieBlich ist vorgesehen^ dass das Modul 
tiber ein Flachkabel oder insb. bei Einsatz einer flexiblen 
Leiterplatte als Schaltungstrager mittels dieser mit einer 

20 starren Schaltungsplatine verbindbar (letztere werden auch 
als Starr-Flex-Systeme bezeichnet) , insbesondere (beispiels- 
weise mittels Bugelloten) auflotbar, ist. Dies ist in Hin- 
blick auf Winkel und Position etc. eine besonders flexible 
L6sung zur Verbindung des Schaltungstragers 10 bzw. des Mo- 

25 duls mit einer Steuerung oder Schaltungsplatine (nicht darge- 
stellt) . 

Zwecks Ausgleich etwaiger Fertigungstoleranzen von Halblei- 
terchip 12 und/oder der Linseneinheit 14; 16, 18, 20; 21, ist 
30 erf indungsgemali auBerhalb der optischen Achse 33 zwischen dem 
Gehause 13 des Halbleiterelements 12 und der Linseneinheit 
14; IS, IB, 20; 21 wenigstens ein Distanzelement 35 angeord- 
net, welches den Hauptstrahlengang 33 nicht beeintrachtigt 
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und im tibrigen auch als Spacer bezeictinet: wird. Im Ausftili- 
rungsbelspiel nach Fig. 1 bzw. 2, also elnem kundenspezlflsch 
angepasst gehausten Halblelterelement 12 llegt das Distanz- 
elemen-t zwlschen Abstiitzxing 13a und der Linse 16 bzw« dem 
5 Linsenhalter 14 . 

Fig. 3 zeigt: ein erfindungsgemali verwendetes Distanzelemen-t 
35 in Alleins-tellung* Beispielsweise ist das Distanzelemenli 
35 aus einer Folie ausgestanzt. Denkbar sind auch scheiben- 

10 formig ausgebildete Distanzelemente 35, beispielsweise in 

Gestalt einer Ringscheibe. Jedenfalls haben sich selbstkle- 
bende Distanzelemente 35 in Fertigung und Montage bewahrt. 
Erf indungsgemaii bevorzugt ist das Distanzelement 35 Teil ei- 
nes Eleznentesatzes a^ b, c, mit wenigstens zwei Oder mehr 

15 Distanzelementen 35a, 35b, 35c einheitlich vordef inierter Di- 
ckengrundmaJBe und dieses jeweils unterschiedlich erweiternden 
bzw. vermindernden Nennmafien. Beispielweise kann der Elemen- 
tesatz a, b, c, Distanzelemente 35 mit NennmaBanderungen ab 
+/- 0,005 mm oder +/- 0,01 mm bis +/- 0,03 mm oder derglei- 

20 chen umf assen . In einer vorteilhaf ten Weiterbildung der opti- 
schen Eigenschaf ten des Moduls kann das Distanzelement 35 be- 
vorzugt zugleicti als Locliblende, Streulichtblende oder der- 
gleichen mehr ausgebildet sein, was je nach Anwendungsaufbau 
mitunter vorteilhaf t eine Teilereduktion gestattet. 

25 

Fig. 4 zeigt die Anordnung eines erf indungsgemaBen Distanz- 
elements 35 in einer Schnittansicht eines erf indungsgemSBen 
optischen Moduls mit einem standardgemafi gehausten Halblel- 
terelement 12. Dabei liegt das Distanzelement bzw. der Spacer 
30 35 an einer transparenten Glasabdeckung 36 auf, welche die 
sensitive Flache 34 des Halbleiterchips 12 insbesondere vor 
Staub etc. schutzt. Bei Standardchips ohne Abdeckungen (nicht 
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15 

darges-tellt) ia.sst sich d.as Distanzelement 35 freilich. auch 
unmittelbar auf dem Chipgehause 13 anordnen. 

Mit vorllegender Erfindung lassen sich etwaige Fertigungsto- 
5 leranzen z*B. der Abstiitzungen 13a eines kundenspezif ±schen 
Chlpgeh^uses 13 oder preiswerter Linseneinheiten 14; 16, 18, 
20; 21 Oder dergleichen in vorteilhaf ter Weise durch elnfach 
handhabbare Distanzelemen-te 35 ausgleichen, welche vorzugs- 
weise in Gestalt eines Elementesatzes a, b, c, ... fur typi- 

10 sctie DickenmaBe fur Baureihen unterschiedlicher Fertigungs- 
qualitat vorliegen. Wahrend bislang toleranziibersctireitende 
Baureihen als Ausschuss keinerlei Verwendung zugefiihrt warden 
konnten, ist mit der erf indungsgemafi vorgeschlagenen Verwen- 
dung wenigstens eines Ausgleichselements 35 in vorteilhaf ter 

15 Weise der Aufbau zuveriassiger Kamercimoduln ermSglicht, bei 
dem auch weiterhin grundsatzlich auf jegliche mechanische Fo- 
kuseinstellung verzichtet werden kann. Insbesondere kann das 
optische Modul ohne bewegte Teile wie Gewinde oder Fixier- 
schrauben montiert werden. Durch die ansonsten geringen Tole- 

20 ranzen des Aufbaus auch in x- und y-Achse muss die Chipober- 
flache 34 nicht unnotig groB sein, was den Kamerachip billi- 
ger macht. Der Aufbau eines solchen Moduls lasst sich ver- 
haltnismaBig kompakt gestalten was den Vorteil hat, dass sich 
das Kameramodul auch in Anwendungen bei begrenzten Platzver- 

25 haltnissen einsetzen lasst. Des weiteren bietet der beschrie- 
bene Aufbau die Moglichkeit ein hermetisch abgedichtetes Mo- 
dul zu entwerfen, welches gegen Umwelteinf Itisse wie Feuchtig- 
keit Oder Staub gut geschutzt ist. 

30 Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen so- 
wie in den Anspruchen offenbarten Merkmale der Erfindung kon- 
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fiir die 
Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein. Sie eignet sich 
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insbesondere bei AnwencLungen duti Innen- und/oder Auiienbereicli 
elnes Kraf tf ahrzeugs . 



5 
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Patentansprliche 

1. Optisches Modul rtiit 

- elnem Schaltungstrager (10); 
5 - einem auf dem Schaltungstrager (10) angeordneten 

geh^usten Halbleiterelement (12); und 
einer Linseneinheit (14; 16, 18^ 20; 21) zijm Proji- 
zleren von elektromagnetischer Strahlung entlang 
einer optischen Achse (33) auf das Halbleiterele- 
10 ment (12) ; 

wobei das gehauste Halbleiterelement (12) und die 
Linseneinheit (14; 16, 18, 20; 21) zweistiickig aus- 
gebildet sind; 
dadurch gekennzeichnet, 
15 - dass auBerhalb der optischen Achse (33) zwischen 

dem Gehause (13) des Halbleiterelements (12) und 
der Linseneinheit (14; 16, 18, 20; 21) wenigstens 
ein Distanzelement (35) angeordnet ist. 

20 2. Optisches Modul nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Distanzelement (35) als Folie oder Scheibe, 

beispielsweise in Gestalt einer Ringscheibe, ausgebildet 

ist. 

25 

3. Optisches Modul nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass das Distanzelement (35) ein Stanzteil ist. 

30 4. Optisches Modul nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass das Distanzelement (35) wenigstens einseitig, vor- 
zugsweise beidseitig, klebend ausgebildet ist . 
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5. Optisclies Modul nach. einem der vorlierlgen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet^ dass 

das Dlstanzelement (35) Tell eines Elementesatzes (a, b, 
c, . . . ) ist. 

5 

6. Optisches Modul nach Anspruch 5, 
dadurch. gekennzelchnet / dass 

der Elementesatz (a^ b,. c, ...) zwei oder mehr Distanz- 
elemente (35a, 35b, 35c, . • . ) mit einem einheitlichen 
10 Dickengrundma^ und dieses jeweils unterschiedlich erwei— 

ternden bzw. vermindernden Nennmafien um£asst. 

7. Optisches Modul nach Anspruch 5 Oder S, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dass der Elementesatz (a, b, c, . . . ) Distanzelemente mit 

Nennmafianderungen ab +/- 0,005 mm oder +/- 0,01 mm b±s 
+/- 0,03 mm um±asst. 

8. Optisches Modul nach einem der vorherigen Anspriiche, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass wenigstens ein Dlstanzelement (35) zugleich als 
Lochblende oder Streulichtblende ausgeblldet 1st. 

9. Optisches Modul nach einem der vorherigen AnsprOche, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass das Dlstanzelement (35) aus einem Kunststoff , 
belpslelsweise aus einem thermoplastlschen Material, 
gefertig 1st. 



30 10. Optisches System mit einem optischen Modul nach einem 
der vorherigen Anspriiche. 
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